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一、 依據及緣起 

依據國立高雄科技大學與境外大學校院辦理雙聯學制實施要點辦理。在

這份協議中記錄了辛辛那提大學與國立高雄科技大學之間的雙聯學制的實

施要點。本雙聯學制的計畫書的主要目標是成立對智慧機電工程學院

(CIMEE)、電資工程學院(CEECS)和工程學院(CE)和工程與應用科技學院

(CEAS)均有益的課程。雙學位碩士課程將為高雄科技大學的學生提供機

會，讓他們既能獲得本校 CIMEE、CEECS、CE 的碩士學位，又能獲得辛辛

那提大學 CEAS 的工程碩士學位。 

二、 合作機構簡介 

辛辛那提大學是一所位於俄亥俄州辛辛那提市克利夫頓大道 2600 號

（郵編 45221）的州立高等教育機構，根據《俄亥俄州修訂法典》第 3361

章組織成立，國立高雄科技大學是一所位於高雄市。雙方旨在提供一項雙聯

學制銜接協議，允許辛辛那提大學與本校之間進行學分轉換，從而有助於授

予智慧機電工程學院、電資工程學院和工程學院的碩士（MS）學位和工程

與應用科技學院(CEAS)的工程碩士（MEng）學位。 

三、 合作交流內容 

（一） 學生選薦方式

1. 申請資格及名額規定

學生可以透過多種方式證明其研究生階段的英語程度。大多數學

生透過參加托福  (TOEFL)、雅思  (IELTS) 或培生英語考試

(PTE) 來滿足英語要求。CEAS 制定了以下最低要求：雅思總分

6.5 分即可；培生英語考試 59 分即可；托福（網考）85 分即可。 

在兩所大學學習期間，學生須遵守各自院校的所有規章制度和要

求，並須遵守這些規章制度的任何授權變更，例如費用調整等。

儘管有此規定，工程與應用科技學院（CEAS）和智慧機電工程
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學院（CIMEE）、電資工程學院（CEECS）和工程學院（CE）均

承認，自學生被合作院校錄取之日起，他們將持續致力於為聯合

計畫的學生提供服務。 

2. 甄審之規定 

學生將申請 CIMEE、CEECS 和 CE 理學碩士課程以及 CEAS 工

程碩士課程。在本校碩士班就讀第一年期間，CIMEE、CEECS 和 

CE 的管理人員將篩選有意參加雙學位課程的學生。那些表現出

適當學術潛力（主要指相關課程成績優異、英語能力高以及對美

國教育體係感興趣）的學生將被推薦繼續參加雙學位計畫。 

這些學生無需提交 GRE 成績即可申請 CEAS 工程碩士課程。 

本校 CIMEE、CEECS 和 CE 的負責人員將發送符合條件的學生

成績單給 CEAS 負責人員審核，以確認學生是否符合辛辛那提

大學 (UC) 的申請資格。 

3. 獎助條件 

在 UC 註冊為全職學生期間，雙學位碩士課程的學生將有資格獲

得與傳統工程碩士學生相同的獎學金。 

（二） 費用之繳交 

1. 除非雙方另有規定並以書面約定，否則各方應各自承擔在各自國

家/地區提供本計畫學術部分的相關財務費用。 

2. 雙學位碩士課程的學生在就讀 CIMEE、CEECS 和 NKUST 並註冊

課程期間，需支付 CIMEE、CEECS 和 NKUST CE 的學雜費；在

就讀 UC 並註冊課程期間，需支付 UC CEAS 州外學雜費。 

3. 雙方保留更改項目任何部分學雜費的權利。已完成本計畫的學生

的學費可能會根據其各自大學所有其他學生的學費變化而變化。 

4. 在辛辛那提大學就讀期間，CIMEE、CEECS 和 CE 學生需自行

承擔學費、雜費、住宿費、餐費、旅行費、健康和意外保險費、書

籍和學習用品費以及其他雜費。 
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5. 所有在辛辛那提大學就讀的學生必須購買辛辛那提大學健康保

險。此保險費用將計入學生帳單。 

6. 對於申請校內住宿的學生，辛辛那提大學住宿和餐飲服務辦公室

請學生在申請住宿和餐飲計劃時支付押金。住宿和餐飲申請及押金

支付應在抵達辛辛那提大學之前儘早完成。住宿和餐飲計劃的費用

取決於每位學生選擇的方案。押金可以透過信用卡或支票支付。辛

辛那提大學住宿和餐飲服務辦公室將在學期開始前向每位學生提

交發票。開學時需全額付款。住宿和餐飲費用需直接支付給辛辛那

提大學。校內住宿無法保證。儘早申請至關重要。 

（三） 修讀課程(研究所僅撰寫論文者免) 
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檢附課程對照表 –經○○年○○月○○日○○學年度第○○次系（所）課程委員會議審議通過 

辛辛那提大學(University of Cincinnati)課程 

English 中文 學分數 
Capstone Project/Internship 畢業設計專案/實習 3 

Metals/Ceramics Option 
Advanced Thermodynamics 高等熱力學 3 

Mechanical Behavior of Materials 材料機械性質 3 
Kinetics of Materials Processing 材料製程動力學 3 
Phase Transformations in Solids 固體相變化 3 

Polymers Option 
Advanced Thermodynamics 高等熱力學 3 

Fundamentals of Polymer Science  高分子科學 3 
Physics of Polymer Properties  高分子物理性質 3 

Polymer Analysis and Characterization 高分子分析與檢測 3 

 



 6 

【智慧機電學院 機械工程系】碩士課程結構規劃表 
Curricula for the Master’s Program in Mechanical Engineering Department, CIMEE 

 
組別/必選修 科目名稱/學分 

必修 專題研討 Seminar(一)/2 
專題研討 Seminar(二)/2 

研究方法 Research Methodology/1 
論文 Master Thesis/6 

設計與製造組/設計固力領
域 

Design and solid mechanics 
group 

電腦繪圖學 Computer Graphics/3/3、有限元素法 Finite Element Method /3/3、電腦輔助工程分析 Computer 
Aided Engineering Analysis/3/3、機器人機構之分析與設計 Design and Analysis of Robot Mechanisms/3/3、波

動力學 Shock Wave Dynamics /3/3、產品創新與研發管理特論 Management of Product Innovation /3/3、工具機

靜壓軸承設計 Hydrostatic Bearing Design for Machine Tools/3/3、靜壓潤滑 Hydrostatic Lubrication/3/3、機構原

理與設計 Theory and Design of Mechanisms/3/3、高等機構設計 Special Project On Advanced Mechanism 
Design/3/3、高等動力學 Advanced Dynamics/3/3、齒輪原理與設計 Theory and Design of Gearing /3/3、可靠度

工程 Reliability Engineering /3/3、田口式品質設計方法 Taguchi Quality Design Method /3/3、計算動力學

Computational Dynamics /3/3、電腦輔助幾何設計 Computer-Aided Geometric Design /3/3、應用塑性力學

Applied Plasticity /3/3、連體力學 Continuum Mechanics /3/3、彈性力學 Elasticity /3/3、科技論文英語寫作 Technical 
Writing and Communication in English /3/3、最佳化設計 Optimum Design /3/3、振動力學 Mechanics of Vibration 
/3/3、模態分析 Modal Analysis/3/3 

設計與製造組/精密製造領

域 
Precision manufacturing 

group 

製造系統工程 Manufacturing System Engineering /3/3、工程系統理論 Theory of Engineering System /3/3、遠距網路製造

Remote Networked Manufacture /3/3、影像處理與機械視覺 Image Processing and Machine Vision /3/3、專利策略與實務

Patent Strategy and Practice/3/3、資料分類演算法 Algorithms for Clustering Data /3/3、虛擬實境技術應用特論 Special 
Topics On Virtual Reality Technology Application /3/3、工具機之人機介面設計與應用 Graphics User Interface Design 
and Application of Machine /3/3、案例式推論方法 Case-Based Reasoning /3/3、電腦整合製造 Computer Integrated 
Manufacturing /3/3、製造系統與策略 Manufacturing System and Strategy /3/3、奈米結構設計與分析 Design and Analysis for 
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Nano-structure /3/3、虛擬製造 Virtual Reality and Virtual Manufacturing /3/3、專利爭議案例之比較研究 Comparative Study 
of Patent Dispute Cases /3/3、專利迴避設計特論 Special Topics On the Patent Design-Around /3/3、產品設計與製造

Product Design and Manufacture /3/3、技術發展與知識管理 Technology Development and Knowledge Management /3/3、
模態分析 Modal Analysis/3/3 

機光電與控制組/領域 
Opto-Mechatromics and 

Control group 

光電工程 Optoelectronic Engineering /3/3、線性系統 Linear System /3/3、最佳控制 Optimal Control /3/3、機電

學 Principle of Mechatronics /3/3、幾何光學 Geometric optics/3/3、微系統特論 Special Topics On Microsystems 
/3/3、微感測器特論/3/3、精微機械加工特論 Special Topics On Microsensors /3/3、光學成像系統 Optical Imaging 
Systems //3/3、光電檢測 Opto-electronic measurement /3/3、強健控制 Robust Control /3/3、非線性控制 Nonlinear 
Control /3/3、電磁學 Electomagnetics /3/3、機電系統動力學 Dynamics of Mechatronic System /3/3、類神經網

路 Neural Network /3/3、振動控制 Vibration Control /3/3、數位訊號處理 Digital Signal Processin /3/3、數位控制

Digital Control /3/3、進階電子學 Advanced Electronics /3/3、模糊系統與控制 Fuzzy System and Control /3/3、進階幾何

光學 Advanced Geometrical Optics /3/3、光學照明系統 Optical Illumination Systems/3/3、半導體物理與元件

Semiconductor Physics and Devices/3/3、微感測器 Microsensor/3/3、適應控制 Adaptive Control /3/3、雷射加工專題 Special 
Topics On Laser Machining /3/3、壓電致動器原理與應用 Principle and Application of Piezoelectric Actuator /3/3、伺服晶

片設計 Servo Chip Design /3/3、變結構控制 Variable Structure Control /3/3 

材料與能源組/能源工程領

域 
Energy Engineering group 

工程分析Engineering Analysis /3/3、熱傳導學Conductive Heat Transfer /3/3、計算流體力學Computational Fluid 
Dynamics /3/3、量子力學 Quantum Mechanics /3/3、高分子加工 Polymer Processing /3/3、多相傳輸系統 Multiphase Flow 
/3/3、壓力容器安全工程 Safety Engineering of Pressure Vessel /3/3、紊流學 Turbulent Flow /3/3、黏性流體力學 Viscous 
Fluid Mechanics /3/3、微擾理論Micro Turbulent Theory /3/3、可再生能源Renewable Energy /3/3、多重物理分析Multiphysics 
/3/3、平面顯示器原理與製程 Flat Panel Display Technology and Manufacturing /3/3、冷凍空調原理 Principles of 
Refrigeration and Air-conditioning /3/3、太陽能工程 Solar Engineering /3/3、對流熱傳學 Convective Heat Transfer /3/3、
輻射熱傳學 Radial Heat Transfer /3/3、微觀熱傳 Micro Heat Transfer /3/3、熱傳增強原理 Heat Transfer Enhancement /3/3、 

材料與能源組/ 
材料與奈米工程領域 

Material and 
Nanotechnology 

半導體製程與設備 Manufacturing Processes and Equipments of Semiconductor /3/3、高等物理冶金 Advanced Physical 
Metallurgy/3/3、奈米材料 Nano-materials /3/3、微系統工程 Microsystem Engineering /3/3、儀器分析 Instrumental Analysis 
/3/3、擴散理論 Diffusion Theory /3/3、電子顯微鏡（一）SEM (1) /3/3、電子顯微分析 Analysis of SEM /3/3、陶瓷材料
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group Ceramic Materials/3/3、微機電製程 Machining Process of MEMS /3/3、微奈米製造與檢測技術 Micro & Nano Fabrication and 
Measurement Technology /3/3、潤滑理論 Lubrication Theory /3/3、微觀力學 Micro Mechanics /3/3、微細加工技術 Micro 
Machining Technology /3/3、電子陶瓷 Electronic Ceramics /3/3、微機電材料 Material of MEMS /3/3、固態熱力學

Thermodynamics of Solid State /3/3、電子顯微鏡（二）SEM (2)/3/3、奈米工程 Nanotechnology /3/3、半導體元件與材料

SemiconductorPhysics & materials /3/3、成形設備設計原理 Design Principles of Molding Machinery /3/3、微機電系統設計

MEMS(Micro-Electro-Mechanical-System) Design /3/3、材料破壞理論 Theory of Material Fracture /3/3、光電材料 Materials 
for Photo-electric Applications /3/3、X-光繞射分析 X-Ray Diffraction Analysis /3/3、X-光結晶學 X-ray crystallography /3/3 

國際組學程/領域 
International group Program / 

Specialty 

電腦輔助設計 Computer Aided Design /3/3、高分子材料加工 Polymer Material and Processing /3/3、最佳化設

計 Optimum Design /3/3、製造系統工程 Manufacturing System Engineering /3/3、產品設計與製造 Product 
Design and Manufacture /3/3、電腦整合製造 Computer Integrated Manufacturing /3/3、機電學 Principle of 
Mechatronics /3/3、逆向工程 Reverse Engineering /3/3、模具設計 Die & Mold Design /3/3、知識管理 Topics on 
Knowledge /3/3、作業管理 Operation Management /3/3、機器學習 Machine learning /3/3、生產系統設計 Design 
of Production Systems /3/3、微細加工技術 Micro Machining Technology /3/3、材料特論 Specific Theory of 
Material/3/3、機構原理與設計 Theory and Design of Mechanisms /3/3、微機電製程 Machining Process of MEMS 
/3/3、精密金屬成型 Precision Metal Forming /3/3、有限元素法 Introduction to the Finite Element Method /3/3、靜

壓潤滑 Hydrostatic Lubrication /3/3、研究方法 Research Methodology /3/3、機電整合 Mechatronics /3/3、科技

管理 Management of Technology /3/3、系統性創新方法 Systemic Innovation /3/3、品質管理 Quality Contro /3/3、
控制系統設計與模擬 Control System Design and Simulation /3/3、人工智慧 Artificial Intelligence Theory /3/3、
/潤滑理論 Lubrication Theory 3/3、精密工具機設計原理 Design Principles of Precision Machine Tools /3/3、電

子設計 Electronic Design /3/3、電路設計 Electrical Circuit Design /3/3、光電元件 Electronic Devices /3/3、配

電自動化 Distribution Automation /3/3、機器人學 Introduction to Robotics /3/3、影像處理 Image processing 
/3/3、精密製造 Precision Manufacturing /3/3、光電工程 Photo-Electric Engineering /3/3、微機電系統工程

Micro-Electro-Mechanical Systems /3/3、模態分析 Modal Analysis /3/3 
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【智慧機電學院 模具工程系】碩士課程結構規劃表 
Curricula for the Master’s Program in Mold and Die Engineering Department, CIMEE 

 
組別/必選修 科目名稱/學分 

必修 Seminar (1)/2 
Seminar (2)/2 

論文 Master Thesis/6 

選修 

逆運算 3/3 Inverse Problems 3/3 
物理冶金 3/3 Physical Metallurgy 3/3 
高速切削與 CAM 應用 High Speed Cutting with CAM Application 3/3 
高分子加工原理 3/3 Principle of Polymer Processing 3/3 
奈米工程 3/3 Nanotechnology 3/3 
高等數值分析 3/3 Advanced Numerical Analysis 3/3 
彈性力學 3/3 Elasticity 3/3 
科技英文寫作 3/3 Technical English Writing 3/3 
工程分析 3/3 Engineering Analysis 3/3 
高分子材料 3/3 Polymer Materials 3/3 
機械元件設計分析 3/3 Design and Analysis of Machine Element3/3 
機構原理與設計 3/3 Theory and Design of Mechanisms 3/3 
塑性力學 3/3 Mechanics of Plasticity 3/3 
最佳化設計 3/3 Optimum Design 3/3 
熱傳導 3/3 Conductive Heat Transfer 3/3 
專利工程實務 3/3 The Practice of Patent Engineering 3/3 
實驗力學分析 3/3 Experimental Mechanics 3/3 
非傳統加工 3/3 Non-traditional Machining Processes 3/3 
電腦整合製造 3/3 Computer Integrated Manufacturing 3/3 
精密模具技術與應用 3/3 Technology of Precision Mold and Die and Its 3/3 
醫學工程特論 3/3 Special Topics On Biomedical Engineering 
機械振動學 3/3 Mechanical Vibration 
燃料電池特論 3/3 Special Topics On Fuel Cells 
複合材料 3/3 Composite Materials 
有限元素法 3/3 Finite Element Method 3/3 
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對流熱傳 3/3 Convective Heat Transfer 3/3 
塑膠模具設計與分析 3/3 Plastic Mold Design and Analysis 3/3 
相變化 3/3 Phase Transformations in Metals and Alloys 3/3 
塑性成形理論與應用 3/3 Theories and Applications of Plastic Forming 3/3 
精密金屬成形 3/3 Precision Metal Forming 3/3 
振動分析 3/3 Vibration Aualysis 3/3 
最佳化分析 3/3 Optimal Analysis 3/3 
金屬模具設計與分析 3/3 Design & Analysis of Metal Die Mold 3/3 
精密鑄造特論 3/3 Special Topic in Precision Casting 3/3 
能源材料 3/3 Energy Materials 3/3 
高等機構運動學 3/3 Advanced Kinematics of Mechanisms 3/3 
高等機構原理與設計 3/3 Advanced Mechanism Theory and Design 3/3 
快速模具特論 3/3 Special Topics in the Rapid Tooling 3/3 
計算熱傳遞 3/3 Numerical Heat Transfer 3/3 
計算運動學 3/3 Computational Kinematics 3/3 
薄膜工程 3/3 Thin-Film Engineering 
機器人運動學 3/3 Robot Kinematics 3/3 
研發管理 3/3 Reasearch Management 
生物力學 3/3 Bio-mechanics 
中國傳統醫學與經絡生物能量研究 3/3 Research of Chinese Traditional Medicine and Meridian 
Bio-energy 
模具疲勞與破壞 3/3 Fatgue and Fracture 
田口式品質工程 3/3 Taguchi Method for Quality Design 3/3 
準分子雷射與微細加工 3/3 Excimer laser and micromachining 
 
破壞力學 3/3 Fracture Mechanics 
分子動力學 3/3 Molecular Dynamics 
快速成形 3/3 Rapid Forming 
成形不良案例分析 3/3 Analysis of Irregular Products 
微機電製程 3/3 Machining Process of MEMS 
模具熱傳 3/3 Mold Heat Transfer 
模具機械系統設計 3/3 Machinery System Design of Mold 
實驗應力分析 3/3 Experimental Stress Analysis 3/3 
材料特論 3/3 Specific Theory of Material 
雷射加工 3/3 Laser Machining 
高分子雷射與微細加工 3/3 Polymer Laser and Micro-processing 
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公差分析與設計 3/3 Tolerance Analysis and Design 
半導體製程設備概論 3/3 Process Equipments of Semiconductors 
光感測技術 3/3 Optical Sensor Technology 
奈米工程技術概論 3/3 Introduction To Nano-Technology 
進階科技英文寫作 3/3 Advanced Technology English Writing 
機器人學 3/3 Robotics 
生物能量特論 3/3 Special Topic of Bio-energy 
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【智慧機電學院 機電工程系】碩士課程結構規劃表 
Curricula for the Master’s Program in Department of Mechatronics Engineering, CIMEE 

 
組別/必選修 科目名稱/學分 

Common Courses Seminars (I) 1 credit / 2 hours 
Seminars (II) 1 credit / 2 hours 

Technical Report Writing1 credit / 2 hours 
Practice of English Oral Presentation 1 credit / 2 hours 

Thesis  6 credits 

General Courses 

* Theory and Practive of Artificial Intelligence  3 credits / 3 hours 
* Numerical Analysis  3 credits / 3 hours 
* Finite Element Method  3 credits / 3 hours 
* Statistical Process Control  3 credits / 3 hours 
* Special Topic for Practice in Summer  3 credits 
@ Experimental Design and Quality Engineering  3 credits / 3 hours 
@ Numerical Analysis And Application  3 credits / 3 hours 

Design and Manufacturing 
Related Courses 

* Stamping Dies Design  3 credits / 3 hours 
* Laser Materials Processing  3 credits / 3 hours 
* Vibration Measurement and Practice  3 credits / 4 hours 
* Intelligent Condition Monitoring System  3 credits / 3 hours 
* Special topics for Advanced Manufacturing Technology  3 credits / 3 hours 
* NC Programming for Multi-Axis Machine  3 credits / 3 hours 
* Special Topics to Nano and Micro Manufacturing Technology  3 credits / 3 hours 
* Introduction to Metal Industry Technology  3 credits / 3 hours 
* Engineering Economics  3 credits / 3 hours 
* Practice on Metal Forming Die Design  3 credits / 4 hours 
* Plastics Engineering  3 credits / 3 hours 
* Stamping Dies Analysis  3 credits / 3 hours 
* Practice of Intelligent Injection Molding Molds and Machines  3 credits / 3 hours 
* Mold and die Materials and Heat treatment  3 credits / 3 hours 
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* Vehicle Dynamic Analysis  3 credits / 3 hours 
* Product Innovation and Concurrent Design  3 credits / 3 hours 
* Design and Applications of LED Lighting  3 credits / 3 hours 
* Introduction to Semiconductor Manufacturing Technology  3 credits / 3 hours 
* Robotics  3 credits / 3 hours 
* Introduction to Micro Electromechanical System  3 credits / 3 hours 
@ Intelligent Condition Monitoring System  3 credits / 3 hours 
@ Precision Cutting  3 credits / 3 hours 
@ Theory and Application of Neural Networks  3 credits / 3 hours 
@ Vehicle dynamics system  3 credits / 3 hours 

Automation Related Courses 

* Advanced PLC  3 credits / 3 hours  
* Intelligent Automation  3 credits / 3 hours 
* Servo Control Practice  3 credits / 3 hours 
* Electric Machinery and Servo Control System Design  3 credits / 3 hours 
* Introduction to Motion Control System  3 credits / 3 hours 
* Computer Vision  3 credits / 3 hours 
* Digital Control System  3 credits / 3 hours 
* Practice and Electronic Circuit Design for Digital Control System  3 credits / 3 hours 
@ Digital Signal Processing and Electric Machine Control  3 credits / 3 hours 
@ Nonlinear System Dynamics and Control  3 credits / 3 hours 
@ Sensor Principle and Practice  3 credits / 3 hours 
@ Observer Design in Control System  3 credits / 3 hours  
@ Advanced Motion Control  3 credits / 3 hours 
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【工學院 土木工程系】碩士課程結構規劃表 
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【工學院 化學工程與材料工程系】碩士課程結構規劃表 
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【工學院 工業工程與管理系】碩士課程結構規劃表 

 



 20 
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【工學院 營建工程系】碩士課程結構規劃表 
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【工學院 環境與安全衛生工程系】碩士課程結構規劃表 
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【電機與資訊學院 電機工程系】碩士課程結構規劃表 
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【電機與資訊學院 電子工程系(建工校區)】碩士課程結構規劃表 
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【電機與資訊學院 電子工程系(第一校區)】碩士課程結構規劃表 
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 40 
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【電機與資訊學院 資訊工程系】碩士課程結構規劃表 
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【電機與資訊學院 光電工程研究所】碩士課程結構規劃表 
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【電機與資訊學院 電腦與通訊工程系】碩士課程結構規劃表 
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【電機與資訊學院 半導體工程系】碩士課程結構規劃表 
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（四） 學分計算（抵免）方式  

雙聯學制學生應遵守由國立高雄科技大學與辛辛那提大學針對

雙聯學制課程而專門設計的學位之要求。雙聯學制的學生於境外學校修

讀及格之科目及學分，應於原學校規定修業年限內申請抵免。 

碩士班的學生（最初在 NKUST 的 CIMEE、CEECS 和 CE 註

冊）將在 CIMEE、CEECS 和 CE 完成第一年的學習，以獲得 NKUST 

的 15 個或更多學分（5 門科目中每門都達到 B 級或以上）。然後，

學生註冊 UC 課程 15 個或更多學分。如果學生從 CIMEE、CEECS、

CE 和 CEAS 獲得的總認可學分不少於 30 個學分，將被授予 UC 的

工程碩士學位。作為 CEAS 的註冊學生，必須完成 CEAS 工程碩士學

位的至少 15 個學分。一旦這些學生滿足 CIMEE、CEECS 和 CE 的

學位授予要求，如果他們在 CEAS 學習的科目可以學分轉回 CIMEE、

CEECS 和 CE，他們也可以被授予 CIMEE、CEECS 和 CE 的理學碩

士學位。 

 

 

（五） 修讀期限、學位授予 

雙聯學制的學生在修讀期限內修習及格之科目及學分，符合境外

學校雙聯學制之規定，授予境外學校工程碩士學位。而雙聯學制的學生

於境外學校所修習及格之科目及學分，應於原學校規定修業年限內申請

抵免；經核准抵免後，如符合原學校各系(所)畢業資格規定者，授予原

學校學位。 

UC 大學工程碩士學位要求至少修讀 30 個學分（包括下文所述的

畢業設計專案）；無需提交學位論文。同樣，本校 CIMEE、CEECS、

CE 理學碩士學位要求至少修讀 31 個學分；需要提交學位論文。這兩個

計畫旨在為學生提供其感興趣領域的先進知識和經驗，並提供涵蓋各自

學科最新發展的課程。 
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    畢業設計專案 (Capstone Project)－工程碩士課程的關鍵組成部分

是畢業設計項目，該專案為三學分課程。畢業設計專案可以是書面論

文、與導師共同完成的項目，或學生專業領域的課程實務培訓（實習）。

此計畫可在大學（辛辛那提大學或高雄科技大學）、企業、產業或政府

機構進行。畢業設計專案提供了一種機制，可以展示學生對知識的綜合

運用以及將概念應用於特定問題的能力。工作場所的教師或專業人員將

監督畢業設計專案。畢業設計專案將包括一份書面報告和一份簡報。 

    要獲得 CEAS 的碩士學位，CIMEE、CEECS 和 CE 的理學碩士

學位課程中最多 15 個學分可以轉為 CEAS 的工程碩士學位。在 

CIMEE、CEECS 和 CE 完成的論文學分不計入 CEAS 的工程碩士學

位，只計入課程學分。大多數並行註冊計畫的學生將從 CIMEE、CEECS 

和 CE 選修 5 門課程（15 個學分），並從 CEAS 選修 5 門課程（15 

個學分）（包括畢業設計專案）（3 個學分）。為了將 CIMEE、CEECS 

和 CE 的學分計入 CEAS 的工程碩士學位，最初在 CIMEE、CEECS 

和 CE 註冊的學生必須在具有相應 CEAS 對應課程的科目中取得 B 

級或以上成績。這些科目將由兩所大學商定。同樣，從 CEAS 獲得的 B 

級或以上成績的最多 15 個學分可計入 CIMEE、CEECS 和 CE 的 

MS 畢業要求。 

 

（六） 碩、博士論文作業方式 

    畢業設計專案 (Capstone Project)－工程碩士課程的關鍵組成部分

是畢業設計項目，該專案為三學分課程。畢業設計專案可以是書面論

文、與導師共同完成的項目，或學生專業領域的課程實務培訓（實習）。

此計畫可在大學（辛辛那提大學或高雄科技大學）、企業、產業或政府

機構進行。畢業設計專案提供了一種機制，可以展示學生對知識的綜合

運用以及將概念應用於特定問題的能力。工作場所的教師或專業人員將

監督畢業設計專案。畢業設計專案將包括一份書面報告和一份簡報。 
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（七） 其他事項 

 

四、 檢附文件 

國立高雄科技大學智慧機電學院、電機與資訊學院、工程學院與

University of Cincinnati, College of Engineering & Applied Science 
合作辦理雙聯學制協議書。 




